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第 1 章では、技術的背景、本研究の意義・目的・位置づけと内容骨子について述べている o









第 5 章では、簡易的な寿命予測方法に関し、 Coffin-Manson 則をもとに考察し、バンプ接合部の形状計測値から
寿命予測が可能な式を導出し、実験結果と本予測がほぼ合致することを実証している。
第 6 章では、 C8P のはんだボール電極形成プロセス、基板への接合プロセス、生産上不可欠なリペアプロセスの
検討を行い、電極形成部デザインルール、ボール搭載メカニズムと最適条件、基板電極構造を明らかにすると共に、
1R 加熱とペースト転写によるリペア方法の有用性を明示している。



































等を確立することにより C8P 実装に必要な材料、構造、プロセスを明らかにしている o
(5)C8P の樹脂系回路基板への実装における C8P 電極デザイン、実装プロセス、実装構成などの各要素が接合信頼
性に及ぼす影響についてワイプルハザード解析の手法に基づき温度サイクル試験における累積不良率の分析・考
察を行い、 C8P のボール電極サイズ・電極数、リフロー接合温度、回路基板上へのはんだぺースト印刷厚、片
面/両面実装構成等と熱疲労寿命との関係を明示することにより適正な C8P 実装系を明らかにしている。
(6)異なる C8P 実装構造体の熱疲労寿命を実験的に求めた値とそれぞれの接合部のコンビュータシミュレーション
による非線形歪振幅の値とが Coffin由Manson 則に沿い一定の関係式で表現できること、従ってコンビュータシ
ミュレーションにより熱疲労寿命が予測できることを明らかにしている。
以上のように、本論文では、半導体デバイスのフリップチップ実装、 C8P 実装において、従来、諜題とされてい
た熱疲労信頼性に関し、材料、構造、デザイン、プロセスが熱疲労信頼性に影響を及ぼす要因と影響度を実験、シミュ
レーションを通して定量的に把握し、明確化するとともに、実生産に適する最適プロセスの構築、熱疲労寿命予測方
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法の確立を行い、ボールアレイ電極型デバイス実装体系を築いている。これらの成果は、 IT 時代のデジタル機器に
欠かせない半導体デバイス実装に重要かつ大きな指針を与えるものであり、生産科学工学、材料科学、更にはマイク
ロエレクトロニクスの発展に寄与するところは大き~ '0 よって本論文は、博士論文として価値あるものと認める。
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